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M o £ Al EESIIFIRER > RERENESHEREEAETANEFSHE
Bz iEiRtE  HERSEREES TEMRTEERS - AREMIERERAFEA
ME > Fi—1C Al SoC 48T A MRAM » FIBERASHEIRE SIFEL ST » FX
BEIEFTKEEEE SRR > #—PNENRSEERRI » AZFISAl 51EINFE
NAEX o

AT > MRAM BB fEFAHINFIRE R « MERESHRRGSESR > A6
ME ABEKRN « HPREER « Retention BB HFBCARFRRERNER - 5
RS SKESE Al TEHHET » XEBERBEESZHEIK > FRZTERNIE
S5EENH > RERFMRRS~mAl5EE - AUt > £ Al SoC 1F A MRAM B »
WAGEILSTER BIST 5 BISRIMNIAMEE R » FHITESMIR « KEFERENE
S5EBERERTFWIE  UBFREFREHBIES] DPPM -

SRR KAFRHAFNINSEERA » BEFAH MRAM BIST IP ERIIF AL
HHIRE SoC HEMLMRETNA » AEXHEMERASSIEEFT KRNI
71 o RS Al TEAHBIRT - DNERSZERHBENNRNSEESRR > th
BhE P RIAAE - WS KIMAIRE » #EH—K A REENRUEFEIRERS
ErReiSE -

NE 5 2L 4 dh
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ISTART Class
NPU iz R T SRAM EE 4 51 SR8

7£ NPU (Neutral Processing Unit) BYSE[Ri% 1t » SRAM FESIES R P&RAHE
A HERZIE AN ERAZEMEENXEAY - N THaHITES
S EHIEERMNA #ILTTH > NPUEHTE R TAEEE KEZE on-chip SRAM »
EANEZAFX ~ FIIEEES B EUEFIZEE » AEREUEEMMENAHSEE
¥ o

SR > XIFERVZEM i SRAM KEJ [T « EEFIEIRRFERBIR o 1IN
(Read Disturb) ~ & T ~» FE A ~ KMBFRAFRTRE » UKRHIERY (Retention)
MXREM > T NPUREBRZHNK > MATMRERS DPPM BIEERFLRIE o X
R NPU WREERRSN > FEAETTEN > MBEREFFRENIKITSMHR

=
E°

EM NPU BUSEIRIG R K & » B [E SRAM EABIR (MNEZE A -~ F1E
ElEF - RMERSFFesX ) PN AVEERNE > Hi5BRAf NPU By SRAM
MIAARBEN KRR — ~ FFSHNHEE > MAMFSATKRBRFZNNASEER
B% > A BEAMRBRE X

FxFub Bk by o BMAE B L START™S &AL » &8 UDA (User-Defined
Algorithm) B E S#ER{EI&IT > iL TRRITAI KRR SRAM &M 5@FER1TH »
BHITHEERAEMN MBIST X712 o FEEE MART (MBIST B3 T H) > &
BEA SRAM MIIAE W R AL » hBIEZSERBIZMG TIHRERITFE LN B LA
B BMERARNA > BRRNHARE AR EMEmEr o

%13 UDA 5 MART WE &SN » SRAM X ABREFR EMKIERTE > MiEE
IEMGIE NPU BYSERR Al TR H > ERMAIZEENER > 8HRZE - % DPPM »
HBFRECRNEEEFRESE N -

NE 5 2L 4 dh
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ISTART Class
LPU £ SRAM 895 E 53z <58

BEE NS Al 5RIHFE Al #IE N BIRERL K > LPU (Language Processing Unit)TE
RAZEMIGIT £ > BIEXEXA SRAM fEAEE on-chip memory o EXRBIRER
XETEHE > MERNN LPU HRTANAFEFEEGER - BREESAFEAY GRkA
TEETRYESK o ZRERM Al IS TRIEL %R » BT ARIEREEIHR - BEMRASER
BREUEDIHEFELNNAR > AFRTAFELTERGEERZ ARG

NERRALLI SRAM 5 DRAM fEFEUER - refresh #lil ~ THETASRERE
t LRYZER > 1%PA DRAM 7£ LPU 2R Al RET KRB A E XL > LI SRAM 7£
REE - SIFEIME FRXENE - RFHHRER » EIA LPU SoC > K& »
FR1ERY SRAM bank tIfAIE ERANFNIXSHIENERE -

REHF—DERITES SRAM MIRX 5 7E S SR LPU #EIeFEBIR ZBIRYSE = » Hii
BRRAERIRE NI » AATEERRBEBE « KFRAH THEBEXR - &5
RABSNRR U EIEE START™ v5 5 » 455 UDA (User-Defined Algorithm)
5 MART (MBIST Algorithm Recommendation Tool) » #HhB1i&it+EIBA#K LPU [
45 » B E A SEPREEICIT R MBIST MK KEE » R EE - RES5E/™

2% o

NE 5 2L 4 dh
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